
  



  

MIKROSYSTÉMY AKČNÍCH 
ČLENŮ



  



  

Mikrosystémy

Jedná se zejména o odlišnosti 
mikrosvěta dané rozměrem, a z toho 
vyplývající návaznost na výrobky, ale 
také technologii jak výroby, tak použití 
a řízení.



  



  



  



  



  



  



  

Technologie

● tenkovrstvé technologie
● nanášení z kapalné fáze
● tlustovrstvové metody vytváření vrstev



  

Technologie MEMS

● objemové mikroobrábění (Bulk Micromachining)

● povrchové mikroobrábění (Surface Micromachining)

● mikroobrábění s velkým poměrem geometrického 
rozměru vertikálního k laterálnímu (technologie 
HEXIL, HARPSS, LIGA)

● obrábění excimerovým laserem

● integrovaná fotonika

● optická vlákna



  



  

Switching

● Flip-chip
● multichip modul MCMs
● systémová integrace 3D
● propojení vnitřně-vnější



  

Pouzdra

● Hybridní
● Průchodky
● Pasivace
● s využitím standardních pouzder



  

… a jaká je (asi... snad...) 
budoucnost???
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